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Die zunehmende Komplexitat der Leiterplattenentwicklung fir hochintegrierte elektronische Systeme in Fahrzeugen erfordert
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Ein Schwerpunkt des Projekts lag auf der Schaffung von Schnittstellen, die eine nahtlose Integration der entwickelten KI-Module
in bestehende elektronische Design- und Analysewerkzeuge ermdglichen. Diese Schnittstellen fordern einen durchgéngigen
Workflow zwischen Schema-, Layout- und Simulationswerkzeugen und sorgen fiir eine optimale Nutzbarkeit der entwickelten Ki-
Technologien in der industriellen Praxis.

Die Ergebnisse des Teilvorhabens tragen wesentlich dazu bei, die Leiterplattenentwicklung fir zukiinftige Fahrzeuge durch den
Einsatz moderner Kl-gestltzter Entwurfs- und Optimierungsverfahren effizienter und leistungsfahiger zu gestalten.
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